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DESCRIPCION
Dispositivo electronico con retencion magnética de un componente electronico.

La presente invencion se refiere a dispositivos electrénicos configurados para recibir y/o
conectar un componente electronico de chip de circuitos integrados.

Un dispositivo segun el preambulo de la reivindicacion 1 se conoce por el documento US
2002/0014535 A1.

En particular, la invencion se refiere a dispositivos tales como teléfonos celulares, PDAs,
dispositivos de audio portatiles, terminales de juego capaces de conectar componentes
extraibles o desmontables. Los componentes electrénicos pueden ser de forma que
incluyan una tarjeta de circuito integrado, una tarjeta de chip u otra forma, CMS... Los
dispositivos pueden ser ademas especificamente tarjetas de memoria de tipo SD, MMC,
Memory stick... En su caso, los dispositivos pueden ser ellos mismos componentes
portatiles y desmontables adaptados para recibir otros componentes.

La invencion se refiere también a adaptadores que permiten la conexion de un
componente de chip electrénico en un conector de un dispositivo anfitrién.

La presente invencion se refiere especificamente a un conjunto compuesto por una
tarjeta de formato reducido, en particular una tarjeta SIM y una tarjeta anfitriona asociada,
en particular una tarjeta de memoria. Las tarjetas de memoria referidas tienen todas
diferentes tamafios y una forma generalmente rectangular, con placas conductoras
longitudinales dispuestas sobre o en una de las caras principales paralelas y en la
proximidad de un borde transversal de la tarjeta.

Los dispositivos existentes, tales como para camaras fotograficas, lectores, prevén
medios de bloqueo o de retencion adicional, tales como cubiertas o tapas abatibles o
correderas. Estos sistemas de retencidon constituyen una fuente de complicaciones
mecanicas o0 de espesor adicional del dispositivo y provocan que la operacion de
conexién sea complicada como se explica a continuacion, por ejemplo en cuatro pasos:

- extraccién de una tarjeta de memoria anfitriona de una ranura de recepcion de un
dispositivo de lectura,

- desbloqueo y apertura de una cubierta de retencién de la tarjeta reducida en la tarjeta
anfitriona,

- insercion de la tarjeta reducida en una cavidad de la tarjeta anfitriona.
- cierre y bloqueo de la cubierta, insercién de la tarjeta anf1triona en el aparato anfitrion.

Existen tarjetas de memoria, en particular de formato PCMCIA que constituyen
igualmente un lector de tarjeta SIM de formato ISO 7816 y que prescinde de medios de
retencién del tipo cobertura. El conector de la tarjeta SIM se encuentra en una superficie
principal y la tarjeta SIM se mantiene en contacto en la tarjeta PCMCIA por interacciéon
con un panel de la ranura del ordenador.

Por otro lado, se asiste a una disminucion del peso y tamano de los objetos portatiles con
chip electrénico, como las de las tarjetas de chip. Asi, por ejemplo, se contemplan tarjetas
SIM que tienen 5x5 mm2 y 0,6 mm de espesor.
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Ahora bien, es muy facil perder este componente debido a su pequefio tamafio y peso
ligero por el viento o la vibracién. La aplicacion de sistemas sin cobertura por encima de
los sistemas compuestos de tarjetas de memoria huéspedes y microtarjetas reducidas
considerados hoy en dia no es satisfactoria, ya que cada extraccién de la tarjeta de
memoria de su dispositivo huésped (aparatos fotograficos, etc.) comporta un riesgo de
pérdida de la tarjeta reducida.

La invencion tiene como objetivo superar los inconvenientes anteriores.

La invencion tiene como obijetivo facilitar la insercidon o extraccion y la retencion en su
posicién del componente chip electrénico (microtarjeta) en el dispositivo huésped sin
ningun riesgo de pérdida del compuesto de chip durante la manipulacion.

Con este fin, la invencidén propone un dispositivo electrénico que incorpora medios de
conexién destinados a conectar o que conectan un componente que incluye un chip de
circuitos integrados y/o placas de contacto ferromagnéticas (16).

- medios magnéticos de retencién en posicidon de conexién del componente, estando
configurados esos medios de retencion para ejercer una fuerza (F) de sujecion sobre
dicho componente;

El dispositivo se caracteriza porque los medios de sujecion estan estructurados para
ejercer dicha fuerza de retencion sobre las citadas placas o directamente sobre el citado
circuito integrado

De acuerdo con otras caracteristicas de la invencion:

- El dispositivo comprende al menos dos imanes dispuestos a cada lado de un punto (E)
del componente:

- ElI componente es una tarjeta con placas o plots de contacto ferromagnéticos (16) o es
un chip de circuitos integrados.

- El iman esta dispuesto detras de una placa de circuito impreso (26) y/o detras de un
conector que lleva el circuito impreso:

La invencion también tiene por objeto un sistema electrénico que comprende un
dispositivo electronico y un compuesto de chip electrénico mantenido en posicion
mediante fuerza magnética en una ubicacién prevista E, contra el dispositivo.

La invencién tiene la ventaja de evitar un riesgo de pérdida del componente de chip
incorporado en un dispositivo anfitrion cuando éste se retira del dispositivo.

La invencién también tiene la ventaja de prescindir de medios de bloqueo y de tener la
construccion mas simple posible. De hecho, puede haber poco impacto estructural en la
construccion del dispositivo huésped y ninguna en la de la microtarjeta.

Otras caracteristicas y ventajas de la invencién resultaran evidentes tras la lectura de la
siguiente descripcion detallada, para la comprensioén de la cual se hace referencia a los
dibujos adjuntos en los que:

- la figura 1 es una vista en perspectiva que representa esquematicamente un primer
modo de realizacion de un dispositivo huésped de acuerdo con las ensefianzas de la
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invencién y un componente en el transcurso de ser implementado en el dispositivo
anfitrion;

- la figura 2 es una vista en seccién longitudinal que representa esquematicamente una
microtarjeta anfitriona de la figura 1 en el transcurso de insercién en una ranura de un
dispositivo anfitrion;

- las figuras 3 y 4 son respectivamente una vista inferior del modo de realizacion de la
figura 1 y una seccion longitudinal de esta vista inferior, encontrandose retirada la
microtarjeta SD;

- las figuras 4A y 4B ilustran esquematicamente dos configuraciones de medios de
recordatorio magnéticos del componente de acuerdo con la invencion.

- La figura 5 ilustra la insercion del dispositivo en un aparato huésped y su cooperacion
con el dispositivo para una buena conexion eléctrica;

- la figura 6 ilustra los medios que facilitan la extraccién del componente de su ubicacion,
asi como su seccion segun el eje BB;

- la figura 7 ilustra un ensamblaje de una tarjeta huésped con una microtarjeta para una
conexion de la microtarjeta en un dispositivo o aparato huésped;

- las figuras 8 y 9 ilustran respectivamente una primera y una segunda ubicacion o
emplazamiento de recepcion del componente;

- las figuras 10 y 11 ilustran dos tipos de codificacién.

En la siguiente descripcion, los elementos idénticos, similares o analogos seran
designados por los mismos numeros de referencia.

Se ha representado en las figuras 1, 3 y 4, una primera realizacion de un dispositivo de
acuerdo con las ensenanzas de la invencién y un componente de chip electrénico bajo la
forma de minitarjeta en la implementacion en el dispositivo. Mas exactamente, la tarjeta
aqui representada es una tarjeta de identificacion de abonado (SIM) de formato reducido.
Mide aproximadamente 5 x 5 mm con un espesor de aproximadamente 600 um; El
componente o la tarjeta pueden tener un peso inferior a aproximadamente 0,1 a 0,5
gramos. La tarjeta se obtiene por sobremoldeo de un material plastico o una resina en un
modulo que comprende un chip de circuito integrado conectado a placas de contacto que
hay en la superficie de la tarjeta.

Otros formatos de componentes estan contemplados por la invencion, incluyendo el
formato CMSD.

En su caso, el componente puede estar constituido por un chip o varios chips apilados o
yuxtapuestos con o sin recubrimiento o envoltura. Estos chips pueden comprender una
interfaz incluyendo principalmente una antena grabada en el silicio o depositada sobre
superficies de chip. El chip puede tener, por ejemplo, un tamafio de 3 x 3 mm de
superficie principal y de 0,1 mm a 0,3 mm de espesor.

Se ha constatado con sorpresa que un chip de circuito integrado (que incluye, por
definicion, un material semiconductor), en particular de tarjeta inteligente, es atraido por
un iman de tipo plano (1 mm de espesor y 5x5 de superficie) de manera suficiente como
para ser mantenido en su lugar y/o conectar una interfaz en un dispositivo huésped. El
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chip en si comprende un material o aleacion adecuada para cooperar con un iman a fin
de someterse a una fuerza de atraccion o de repulsion. El chip puede comprender placas
de contacto (que sobresalen o no) de su superficie activa, una antena RF, cualquier otro
medio de comunicacién (capacitivo, optico...).

El dispositivo electrénico 1A comprende medios de conexion (C) destinados a conectar
un huésped cualquiera. La conexion puede permitir poner en relacion de comunicacion de
datos un componente 3 (directamente o a través de un circuito eléctrico o electronico) con
el huésped del dispositivo. EI componente 3 de chip de circuitos integrados. Estos medios
pueden ser de cualquier tipo para asegurar un enlace de comunicacién y/o conexién
eléctrica a través de estos medios de conexién y/o comunicacion. La conexion puede ser
del tipo de contactos eléctricos 28 como en la figura 4 o del tipo sin contacto, en particular
a través de una interfaz de antena, capacitivo, 6ptico, inductivo mediante el enrollado, etc.

En cuanto al dispositivo, se ilustra aqui por una tarjeta de memoria del tipo SD de 2,1 mm
de espesor. De conformidad con lo anterior, la tarjeta puede tener una o mas cavidades o
emplazamientos para la conexion y/o almacenamiento de uno o mas componentes. Por
ejemplo, cada componente esta asociado a una aplicacién, un juego, un derecho a uso
y/o acceso fisico y/o légico. Un usuario coloca un componente en un emplazamiento de
comunicacion o conexion en funcion de su necesidad.

El dispositivo puede ser en particular un aparato huésped tal como un lector, una
adaptador de forma para conectar un componente de una generaciéon en un conector
previsto para un componente de otra generacion. El dispositivo comprende también aqui
un conector C en superficie para la conexion de un lector compatible. Esta tarjeta también
comprende de manera facultativa (fig. 3) un conector 12 y una ranura 13 para recibir y
conectar una microtarjeta SD (1B).

El dispositivo también comprende medios 4 para la retencion en posicion del componente
contra si El dispositivo comprende al menos una ubicacién (E) del componente. En el
ejemplo, el emplazamiento coincide con una cavidad 8 de recepcién del componente. La
ubicaciéon también puede ser en la superficie del dispositivo sin cavidad.

Segun una caracteristica, los medios de retencidn en posicion 4 estan configurados para
ejercer una fuerza F de retencién de tipo magnético sobre dicho componente 3. El
dispositivo 1A comprende un material 4 capaz de interaccionar magnéticamente con un
material del componente En el ejemplo, el dispositivo comprende al menos un iman
permanente 4 y el componente comprende o bien otro iman o bien un material 16
ferromagnético (acero, hierro...). La interaccion puede ser una atraccién (iman/acero) o
una repulsion (iman /iman con polo opuesto idéntico).

El iman puede estar dispuesto en el dispositivo como se muestra en la figura 3.
Comprende una cara principal 7 preferiblemente sustancialmente equivalente a la del
componente y un espesor de 1 mm; Se encuentra dispuesta enfrente de una ubicacion
(E) de una superficie principal 9 del componente cuando se encuentra en posicion de
conexion para ejercer una fuerza de atraccion frontal F en el componente.

Ventajosamente, se utiliza el metal de las placas de contacto 16 como material que
interactia con el iman. Las placas contienen una capa de material ferromagnético tal
como acero, recubierto de un material anticorrosion (tratamiento inoxidable, cobre/niquel
0 cromo, oro, platino, estano, plata, paladio, platino).

Las pruebas realizadas para la insercion del componente 3 han sido muy concluyentes,
debido a que la fuerza de atraccion magnética constituye una ayuda para el
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posicionamiento, centrado e introduccion de la tarjeta en la cavidad. Se percibe un ruido
de clic tras la insercion de la tarjeta que atestigua su correcta insercién en la cavidad y
que asegura al usuario la retencidn instantanea de la tarjeta por el dispositivo. Hay un
posicionamiento, deslizamiento automatico de la tarjeta en la cavidad que resulta practico
para el usuario. El contacto eléctrico es inmediato con una fuerza de presiéon que
depende directamente de la fuerza del iman y la concentracion de particulas
ferromagnéticas en la tarjeta.

El conector del dispositivo comprende preferiblemente resortes de lamina 2 o un resorte
helicoidal para cada contacto. Sin embargo, la invencién permite cualquier otro medio de
conexion elastica o no. En particular, el conector puede incluir pistas dispuestas sobre un
soporte elastico: los contactos pueden ser ellos mismos de material conductor elastico
(elastémero conductor por ejemplo).

Los materiales que interactuan entre si pueden ser distribuidos en diferentes lugares en el
dispositivo y en el componente.

El iman, por ejemplo, puede estar en la tarjeta y/o en el dispositivo. Si esta dispuesto en
el dispositivo, el iman puede estar constituido preferentemente por una placa o lamina
colocada detras de un circuito impreso (PCB aqui un espesor de 200 um) y/o un conector
2B del dispositivo destinado para la conexion del componente. Con respecto al
componente, el material de interaccion con el iman del dispositivo se puede colocar en
una cara cualquiera del componente; se puede colocar, en particular, en la cara posterior
del componente opuesta a la cara que tiene una interfaz de comunicacion. El material de
interaccion puede ser otro iman o un material ferromagnético.

Alternativamente, con respecto a los ejemplos ilustrados en las figuras, el dispositivo
puede incorporar un material ferromagnético para cooperar con un iman en el
componente. El material del dispositivo en si mismo (por ejemplo, aleacién de
silicio/hierro) es suficientemente ferromagnético para interactuar con el iman; El material
puede ser afiadido por el medio de apilamiento o redireccionamiento.

Gracias a la invencién, las estructuras generales del dispositivo y el componente
permanecen sin cambios. Para el componente, su forma externa se mantiene sin
cambios ya que utiliza una versién ferromagnética de las placas de contacto. En el caso
de que las placas no sean ferromagnéticas, por ejemplo, realizadas mediante la
impresiéon de material conductor (tinta, serigrafia, aluminio, cobre o un material no
sensible al magnetismo (cobre...), es posible afadir una metalizaciéon ferromagnética,
principalmente al menos una hoja que tenga las propiedades deseadas, por ejemplo en la
cara posterior de la tarjeta o al menos en uno de sus lados o laminas.

El componente puede ser conforme a la tarjeta de chip 3 de la figura 1; Las placas de
contacto pueden incluir el material de Interaccion con el iman central 3. Esta
configuracién tiene la ventaja de ser estar mas cerca del componente, minimizando el
espesor total del dispositivo. Alternativamente, los imanes pueden estar dispuestos en el
circuito impreso del dispositivo, sobre un conector eventual y tener un espesor aun mas
reducido.

Alternativamente, la totalidad o parte de la superficie del componente fuera de las placas
de contacto puede comprender un revestimiento o una pintura que incorpore particulas
ferromagnéticas o magnéticas o una aleacion/combinacién que produzca un efecto
equivalente.
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La Fig. 4A ilustra una disposicion preferida del iman y del material de interaccién uno
frente al otro a través de su respectiva cara principal. En la figura 4B, se muestra otra
disposicion posible para el dispositivo huésped. Comprende al menos dos imanes 15a,
15b dispuestos a ambos lados de una ubicacién (E) central del componente. Los imanes
ejercen una fuerza lateral (L) paralela en una de las caras principales del componente.

En la Figura 5, una tarjeta huésped 1A puede comprender un conector que incluye
laminas resorte: estan dispuestas de modo que el componente sobrepasa la cavidad de
recepcion 8 estando en apoyo sobre las laminas sin comprimir. Luego, tras la insercion
de la tarjeta huésped en un dispositivo huésped, el componente se presiona en la cavidad
en la direccion de la flecha para mejorar o asegurar el contacto eléctrico por
deslizamiento de la tarjeta en una ranura 13B. El componente se mantiene presionado en
la cavidad contra una fuerza de empuje de las laminas resorte, ya que se apoya por su
cara posterior contra una pared interior de la ranura. La ranura puede pertenecer a
dispositivo cualquiera, lector, dispositivo 20.

El dispositivo 1A esta pues destinado a cooperar con una pared de una ranura 19 de un
aparato huésped 20 para contrarrestar las fuerzas elasticas de un conector del dispositivo
en el componente.

En la Figura 6, la cavidad 8 de recepcion del compuesto 3 incluye un rebaje g en uno de
los rebordes 10 de la cavidad para facilitar la extraccién del componente. Es posible
expulsar el componente con sélo un golpe seco de la tarjeta sobre la palma de la mano
con el fin de recoger el componente en la mano.

La figura 7 ilustra otra realizacion de un ensamblaje entre un dispositivo huésped 1A y un
componente 3; El dispositivo comprende preferiblemente una cavidad 8 abierta hacia el
exterior para recibir dicho componente 3 de modo que sus placas de contacto estan
orientadas hacia el exterior: El dispositivo 1A esta destinado a servir como cufa para el
componente en una ranura 22 de recepcion. Las placas de contacto del componente
conectan los plots de un conector de un aparato u otro dispositivo huésped que recibe el
dispositivo 1A. El conector se abre en el interior de la ranura hacia las placas de contacto
16.

En las figuras 8 y 9, el componente 3 se inserta en dos tipos de cavidades
respectivamente frontal y lateral. Respecto a esto ultima, el dispositivo puede comprender
iman 4 situado por encima del componente y ejerciendo una fuerza de repulsién en la
direccién de un conector colocado en la cavidad debajo del componente.

En las figuras 10 y 11, el dispositivo 1A comprende un polarizador en forma de marca 23
dispuesta sobre una de las superficies 24 del dispositivo en el entorno de la cavidad y
destinado a corresponder a una marca 25 dispuesta en el componente.

La figura 2 ilustra una microtarjeta 18 del tipo micro SD: comprende una ubicacion (E) en
una cavidad de recepcion de la tarjeta 3.

La microtarjeta esta destinada a ser insertada en una ranura de un aparato huésped 20.
El conector esta aqui compuesto de plots 2B de material conductor elastico. Dos imanes
(no mostrados) puede estar dispuestos como se muestra en la figura 4B en ambos lados
de la cavidad con el fin de reducir el desorden.
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REIVINDICACIONES
1. Dispositivo electronico (1A, 1B) que comprende:

- medios de conexion (2) destinados a conectar o que conectan un componente (3)
que incluye un chip de circuito integrado y/o placas de contacto ferromagnéticos (16),

- medios (4) magnéticos de retencion en posicion de conexion del componente,
estando configurados dichos medios (4) de retencion para ejercer una fuerza (F) de
retencion de dicho componente,

caracterizado porque los medios de retencion estan dispuestos para ejercer dicha fuerza
de retencion sobre dichas placas o directamente sobre dicho circuito integrado.

2. Dispositivo electrénico de acuerdo con la reivindicacion anterior, caracterizado porque
comprende al menos dos imanes (15a, 15b) dispuestos a cada lado de una ubicacion (E)
del componente.

3. Dispositivo electrénico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2,
caracterizado porque esta destinado a cooperar con una pared de un aparato huésped
(20) para contrarrestar las fuerzas elasticas de un conector del dispositivo en el
componente.

4. Dispositivo electrénico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque comprende una cavidad (8, 8B) de recepcion del componente y un
rebaje (19) en uno de los rebordes (10) de la cavidad para facilitar la extraccion del
componente.

5. Dispositivo electrénico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,
caracterizado porque comprende una cavidad (8) abierta hada el exterior, estando dicha
cavidad destinada a recibir dicho componente (3) de manera que sus placas de contacto
(16) estén orientadas hacia el exterior, dicho dispositivo (1A, 1B)) estando destinado a
servir de cufia para el componente en una ranura (22) de recepcion de un aparato
huésped (20B).

6. Dispositivo electrénico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,
caracterizado porque comprende un polarizador (23) en forma de marca dispuesta sobre
una de las superficies (24) del dispositivo en el entorno de la cavidad y destinado a
corresponder a una marca (25) dispuesta en el componente.

7. Dispositivo electronico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6,
caracterizado porque el iman esta dispuesto detras de una placa de circuito impreso (26)
y detras de un conector (2, 2b) incorporado por el circuito impreso.

8. Dispositivo electrénico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7,
caracterizado porque el componente incorpora un iman destinado a cooperar con otro
iman o un material ferromagnético del dispositivo.

9. Sistema electrénico que comprende:

- un dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

- un componente consistente o que comprende un chip electrénico y retenido en posicion
contra el dispositivo, por fuerza magnética.
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